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自動車のヘッドランプに使用される高輝度LED
や、電気自動車の電力変換装置に使用されるパワ
ー半導体は、稼働時に高い熱を発します。内部温
度は175℃前後にもなるとされ、これを効率よく
放散させるため、アルミ板など金属ベースのプリ
ント配線板に搭載されることが多くあります。
金属ベースプリント配線板材料は、アルミ板な

どの表面に0.1mm厚程度の絶縁樹脂の層を配し、
その表面に回路形
成用の銅箔を張っ
た複合材です。部
品が発する熱は絶
縁樹脂の層を介し
て金属板に伝わり
ます。そこでこの
樹脂には、一般的なプリント配線板用樹脂の数倍
から数十倍にもなる熱伝導性が付与されています。

■金属板ベースのプリント配線板材料

機器を小型化するため、最近の電子部品はリー
ド線のない表面実装タイプ(SMD=Surface Mount 
Device)が多くなっています。
　SMDをアルミベース基板
に搭載する際は「はんだクラ
ック対策」が大切です。長さ
１ｍのアルミ板の熱膨張は20
℃の温度変化で0.5mm程度。
SMDの熱膨張率はその5分の
1程度で、しかもサイズは数mm角程度。この微
細な部品の足元で繰り返されるアルミ板の寸法変
化は相当な程度になります。寸法変化は伸び縮み

■はんだクラック

これを受けて利昌工業では、熱硬化の後でも、
一般のプリント配線板材料と較べて5倍程度も柔
らかい（低弾性）7305系樹脂を開発中です。
　全頁の図のごとく、この柔らかさでアルミ板の
寸法変化を吸収。はんだクラックの発生を抑える
わけです。さらに7305系樹脂には、一般的なもの
の17倍程度にもなる熱伝導性も付与しております。

■柔らかく（低弾性）かつ熱伝導率が高い樹脂

We are now developing low modulus resin even after curing ,7305, for solder crack prevention of Insulated Metal 
Substrate.7305 also has excellent thermal conductivity of 5W/mK.As related items,AC-7305 of Aluminum base IMS and 
AD-7305 of Bonding sheet would be released.We hope 7305 would be used not only for solder crack prevention but also 
for bonding materials with different thermal expansion.

はんだクラック対策　アルミベース基板材料
5W/mKタイプを鋭意開発中

はんだクラック対策　アルミベース基板材料
5W/mKタイプを鋭意開発中 ▲アルミベース基板材料  AC-7305▲アルミベース基板材料  AC-7305 ▲接着シート　AD-7305▲接着シート　AD-7305

5W/mK IMS with low modulus insulation layer for solder crack prevention

Under development

▼はんだクラックの発生とその対策

▼7305系樹脂の熱伝導率測定結果 (ASTM D5470)

※R²は相関係数。1に近いほど測定精度が高いとされます。

▲アルミベースプリント配線板の材料構成
　絶縁樹脂層には熱伝導性を付与

▲表面実装部品(SMD)
　の一例
この写真のものは幅2mm弱

▲曲面へのご採用も期待して
おります。
　ご協力：テクノ電子㈱様

7305系樹脂と同等程度の熱伝導率をもつ低弾性樹
脂は、他社品を含めても非常に少なく、今のとこ
ろ業界最高クラスにあると推察します。
　利昌工業では、7305系樹脂を完全硬化で絶縁層
に配した「アルミベース基板材料AC-7305」と、
半硬化の状態で樹脂のみご提供する「接着シート
AD-7305」をラインナップする予定で、何卒ご評
価の機会を賜りたく、お願い申し上げます。

の繰り返しですから、SMDのはんだづけ部は、
その都度これに耐え、その場に踏み留まらねばな
りません。そしてついには力尽きて疲労破壊に至
ります。これがはんだクラックです。
　自動車は温度変化が大きい屋外におかれること
が多く、車載機器用の金属ベース基板には、高い
熱放散性に加えて「はんだクラックを起こし難
い」という特性が求められます。
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利昌工業では、はんだクラック対策品として、
7305系のほか、既存品として多くのご愛顧を賜る
7303系と7302系の樹脂をベースにしたプリント配
線板材料をラインナップしております。

◆7303系樹脂関連
　アルミベース基板材料AC-7303は、照明用途な
どで多くのご採用を賜っております。接着シート
AD-7303は、熱膨張率の異なる異種材料を張り合
わせる用途で使用されています。

◆7302系樹脂関連
　低弾性（柔らかさ）を追求した樹脂で、他の品
番より貯蔵弾性率がひと桁低いことが特徴です。

■はんだクラック対策用樹脂のラインナップ 　7302系は、アルミベース基板材料のみのリリー
スで、高いはんだ接続信頼性が必要になる車載用
の光源で、多くの車種に搭載されております。

　はんだクラック対策の低弾性かつ高熱伝導の樹
脂はアルミベース基板を中心に多くのご採用を賜
っております。
今後は熱膨張率が異な

る材料の張り合わせ、あ
るいは樹脂の高い耐折性
を生かした用途に展開で
きることを期待しており
ます。

■今後の展望

単位
Unit

開発品
Under development

品番
Product code ― AC-7303 AC-7302 AC-7305

熱伝導率（ASTM　D5470）
Thermal conductivity
貯蔵弾性率（25℃）
Storage elastic modulus

耐はんだクラック性
Solder crack resistance

銅箔引きはがし強さ（70μm）
Peel strength

絶縁破壊電圧（AC）
Breakdown voltage

はんだ耐熱性(300℃)
Solder limit

W/m･K 3 2 5

GPa 0.9 0.08 0.4

― ○ Good ◎ Excellent ○ Good

kN/m 1.3 1.5 1.4

kV/mm 60 50 40

秒
sec. 600＜ 600＜ 600＜

既存品
On sale

高熱伝導
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